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‘ Esta invencién se relaciona por lo general con

%técnicas para activar la adhesidn de materiales conducto-
ires en superficie no conductoras.

Tas dos técnicas disponibles por lo general
‘para la fabricacién de tableros de circuito impreso son
.la técnica substractiva o de "reduccidn por grabado" y la
técnica aditiva o de "acumulacidn'.

. La mayorfia de los circuitos impresos que es-
tén actualmente en un uso comercial se fabrican usando
“téenicas substractivas. Estas técnicas por lo general in-
~volucran definir un disefio de material resistente sobre
un tablero de recubierto con cobre, y formar el disefio de
{circuito deseado grabando el cobre indeseado circundante.

Las téenicas aditivas, en donde el circuito
se afiade a un substrato no recubierto, se han usado menos
cominmente en el pasado. La deseabilidad de fabricar bta-
_bleros de dos lados que incorporan placas a través de 1os'
agujeros, sin embargo, han aumentado considerablemente el
uso de las técnicas aditivas.

Uno de los problemas principales asociados con
la produccidén de circuitos impresos usando técnicas aditii
Avas es proporcilonar una unidn o asdherencia intensa entre .
el substrato y el circuito depositado. A la norma mediante
la cual se mide esto en la industria, se hace referencia ‘
como la resistencia al desprendimiento. La resistencia al
desprendimiento por lo general se define en términos de
kilogramos por centimetros (kg/cm) y se mide desprendien-
4o una tira de un ancho de 2,54 centimetros del revestimien
to desde una superficie revestida a un angulo de 902 y un

regimen de desprendimiento de 5,08 cent{metros por minuto.
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Una especificacidén normalizada enumera una resistencia al'
desprendimiento mi{nima de 3,632 kilogramos por 2,54 centi
metros para laminados recubiertos con cobre de 28 gramos
como una norma minima para disefios de circuito impreso.

En el caso de técnicas substractivas los re-
quisitos de resistencia al desprendimiento no han presen-
tado dificultad considerable, debido principalmente a que
el substrato se suministra hacia el fabricante de circui~
to impreso con un recubrimiento uniforme de metal conduc-~
tor que por lo general se lamina en el substrato usando
adhesivos, calor y presién apropiados. Aln cusndo las por
ciones indeseadas del recubrimiento se eliminan por graba
do, el circuito restante todavia queda apretadamente uni-
do al laminado de base, es decir las resistencias al des-
prendimiento son dentro del orden de 3,632 a 5,450 kilo-
gramos por 2,54 cent{metros. En el caso de técnicas aditi
vas, sin embargo, el substrato de base no esta recubierto
con metal y la resistencia al desprendimiento resultante
del circuito de metal afiadido desde la base es tnicamente
una funcibn del procedimiento de deposicidn y puede em~
plearse cualquier pretratemiento del substrato.

Un método paré mejorar la adhesién del mate-
rial conductor a uno no conductor, de conformidad con una
modalidad de la presente invencidn, comprende: aplicar
ung capa de una mezcla resinosa al material no conductor
consistiendo la mezcla de una solucidn de resina que tie--
ne particulas dispersas a través de la misma, siendo las |
porciones resinosas adhesivamente compatibles con el mate'
rial no conductor; llevar la mezcla a un estado préctica—5

mente secado; y remover priacticamente las particulas de
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. la mezcla para hacer la capa microporosa, estando la capa

émioroporosa adaptada para recibir un material conductor

depositado subsecuentemente.

Un método para formar un cireuito impreso de

_econformidad con otra modalidad de la presente invencidn
'comprende: aplicar selectivamente una mezcla resinosa a

un material adaptado para servir como un substrato de cir

cuito, conformindose la configuracién formada mediante la
aplicacibn selectiva a la configuracidn del disefio de cip

cuito deseado y comprendiendo la mezcla una solucidn de

resina que tiene particulas dispersas a travds de la mis-

me, la porcién resinosa de la misma es adhesivamente com-

:patible con el substrato; hacer llegar la mezcla a un es-

tado précticamente secado; remover las porciones de las
particulas desde la mezcla para hacer la mezcla microporo
sa completamente; depositar sin electrodos una capa rela~

tivemente delgada de material conductor dentro y sobre la

estructura microporosa y depositar electroliticamente una

capa de material conductor sobre la capa depositada sin
electrodos a fin de formar el circuito deseado.
Un tablero de circuito impreso que se forma

de conformidad con una modalidad de la presente invencidn

‘comprende un substrato no conductor que tiene una estruc-

tura resinosa micropoross sobre el mismo, las porciones
resinosas del mismo son adhesivamente compatibles con el
substratoy, y un material conductor depositado dentro y so-
bre la estructura microporosa formando el material conduc-
tor el diseflo de circuito deseado.

La presente invencidén se comprenderd mejor al

leer la siguiente descripcibén junto con las Figuras 1 a 4

-+- 374784
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que se acompailan que son fotografias Gtiles para explicar

Ny

la presente invencién,
En la formacidn de disefios conductores sobre
ung superficie no conductora, la secuencia de etapas se-

5 guida por lo general incluye sensibilizar la superficie
del material no conductor con un agente reductor; activar
la superficie sensibilizada en una soluciln de una sal de
metal noble; depositar quimicamente o "sin electrodos"
wna capa relativamente delgada de material conductor so-

10 bre la superficie activada, y depositar electroliticamente
un diselio conductor hasta el grueso deseado. Ios experi-
mentos han demostrado que las uniones formadas entre el
maberial depositado sin electrodos y la superficie no con-
’ductora son de naturaleza esencialmente fisica (en oposi— .

15 cién & la quimica). Ademés, cuando el material de base no :
conductor exhibe una superficie considerablemente tersa,
no son poco comunes resistenclas al desprendimiento bajas,
v. gr., de menos de 0,454 kilogramos por 2,54 centimetrosg

Se han usado snteriormente varios métodos pa~ %

20 ra mejorar esta resistencia a la unidn. Estos han incluidoi
técnicas de erosiln tales como grabado quimico y abrasifn f
fisica para dotar de aspereza la superficie del mabterial
de base o el uso de capas de adhesidn entre el material de
base no conductor y el conductor depositado sin electro- |

25 dos. Dichos métodos quimicos se han desarrollado satisfac-
toriamente para materiales de pléstico tales como acrilo-
nitrilo-Butadieno-Estireno (ABE), polisulfona y polipropi-
leno mediante lo cusl se produce una superficie dotada de
aspereza que proporclons buenas uniones con mebtales depo-

30 sitados subsecuentemente. El tratamiento quimico de otros |

11.69. |
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1
.materiales de pléstico por ejemplo las resinas fendlicas

;y de epbxido que Se usan cominmente en la fabricacidn del
fcircuito impreso no produce mejora significativa en la ad
‘hesidn. Los mbtodos de abrasién fisicos mejoran ligeramen
5 ‘te la adhesién pero no lo suficiente para llensr los re-
quisitos de resistencia al desprendimiento para las aplica
%ciones de circuito impreso.
' ' Las capas adhesivas, por otra parte, han dado
por resultado resistencias de unidn o adhesién relativa-
10 mente buenas y se ha efectuado gran cantidad de investiga
cifn hacia la conveniencia de su incorporacién en la fabri
cacidn de circuito impreso. Hasta la fecha, sin embargo,
estas técnicas de adhesivo han demostrado ser diffciles
de controlar y han dado por resultado una reproducibilidad
15 ingatisfactoria.

Para vencer estos problemas, se han hecho in-
tentos de activar la adhesiln de los conductores subse-
cuentemente depositados a las capas adhesivas rociando
particulas sobre los mismos y galvanizando ya sea direc-

20 tamente sobre la superficie proyectante de la capa impreg
nada con particulas o removiendo las particulas de la ca-
pa adhesiva y efectusndo la galvanizacidn sobre la super-
ficie &spera restante. Vednse por ejemplo las Patentes
Norteamericanas Nimeros 2.739.881; 2.768.923 ¥ 3.391.455.

25 Afn cuando las técnicas anteriormente mencionadas han de~
mostrado que constituyen un adelanto con respecto al arte
anterior, no han demostrado ser apropisdas para la fabri-
cacidén de circulto impreso por la téenica aditiva.

Como se describe en la presente, a fin de ven

30 cer los problemas que existen en el arte anterior, una ca

14.11.69.
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pa de una mezcla resinosa que consiste de una solucidn de'
resina que tiene particulas dispersas a través de la mis-
ma se aplica la superficie del material no conductor; las
porciones resinosas de la mezcla se seleccionan para ser
adhesivamente compatibles con el material no conductor.

La mezcla se seca luego para expulsar el solvente de la sQ
lucibn y las particulas dispersas luego se remueven desde
la capa para hacerla microporosa. El material conductor
depositado subsecuentemente se coloca en la estructura mi
eroporosa a través de toda la profundidad de la capa en
vez de ser depositado Unicamente sobre su superficie.

Los experimentos han demostrado que las parti
culas dptimas para usarse son aquellas que tienen dimen-
siones lineales relativamente pequeflas pero que sin embar
go proporcionan un Area efectiva relativamente grande cuan
do se quitan de la mezcla. Por lo general deben ser de un
tamafio para dar por resultado cavidades porosas practica-
mente no mayores de un didmetro de 0,0508 milfmetros. T{-
picamente estas particulas pueden tener un diémetro den-
tro de la escala de 0,0025 a 0,0508 milimetros. Afn cuan-
do las pruebas hasta la fecha han sido restringidas a par
ticulas en forma sblida, pueden substituirse con igual
éxito particulas en otro estado que no sean el estado sé- .

lido. De las particulas que se han probado, los tipos que

‘hen proporcionado resultados bastante favorables son aque

llas particulas que son précticamente insolubles en la

mezcla resinosa y por lo tanto, pueden lixiviarse ficil-
mente o disolverse después de que la resina se ha secado
¥/0 curado. Los materiales de relleno que hen demostrado

ser particularmente apropiados incluyen sales, almidones
-7 - |

174794

+

D

!



10

15

20

25

30
14.11.69.

L}
i

¥

¥ sus derivados que son por 1o general solubles en solu-
clones acuosas. Se han llevado a cabo experimentos limi-
tados usando materiales de relleno de azlicar con resulta-
dos satisfactorios. Tal y como se usa en la presente, el
término lixiviacidén se define para dar a entender la sepa
racidn de una substancia de un medio en donde es relativa
mente insoluble mediante un segundo medio en donde es re-
lativemente soluble,

Ias Figuras 1 a 4 son fotografias reales de

- substratos tal como se ven a través de un microscopio

electrdnico de exploracidn a una amplificacidn de 500 ve-

- Ce8.

La FIGURA 1 es una fotografia de la superfi=-
cie de un laminado fendlico no recubierto vendido por la

General Electric Company, Inc., Coshocton, Ohlo, Estados

. Unidos de América bajo la designacidn de marca GE 115713

XxXxee,

La PIGURA 2 es una fotografia de la superficie
de un laminado fendlico no recubierto de la General Elec-
tric Company 11571B XXXPC que se ha revestido con una mez
cla de un adhesivo usado cominmente de conformidad con el
érte anterlior, tal como el adhesivo vendido por la
Pittsburgh Plate Glass Company, Bloomfield, Nueva Jersey,
Estados Unidos de América, bajo la designacibn de marca
Bondmaster E 835,

La FIGURA 3 es una fotografia de la superfi-
cie de un laminado fenblico no recubierto de la General
Electric Company 11571B XXXPC que se ha revestido con una
mezcla del adhesivo Bondmaster E835 de la Pittsburgh Plate

Glass, anteriormente mencionado, al cual se ha afiadido

-8 -
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aproximadamente 20 por ciento de un derivado de almidén
vendido por la A.E. Staley Manufacturing Company, Decatur,
Illinois, Estados Unidos de América bajo la designacién
de marca Hamaco 267.

Ia FIGURA 4 es una fotografia de la superficie
de laminado mostrado en la Figura 3 despuds de que se ha
tratado para lixiviar el derivado de almidén. La estructu
ra microporosa producida es facilmente distinguible de la
superficie de los laminados mostrados en las Figuras 1y
2. El material conductor depositado subsecuentemente se dg
posita en esta estructura microporosa proporcionando una
adhesifén grandemente mejorada en comparacién con una su-

perficie no tratada.

Las mezclas adicionales que se han usado con

&xito igual se dan a conocer en los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1:

Una mezcla que consiste de (1) 80 por ciento
de una resina vendida por la General Electric Company,

Coshocton, Ohio, Estados Unidos de América bajo la desig-

nacidén de marca GE 116-A y (2) 20 por ciento de un polvo

de almiddn soluble vendido por Fishe Sclentific Company,
Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos de América, se
revistid en una hoja de un laminado fendlico no recubier-
to vendido por la General Electric Company, Coshocton,
Ohio, Estados Unidos de América bajo la designacidén de mar
ca 11571A, usando un dispositivo de revestimiento de cu-
chilla dosificadora hasta un grueso de pelicula en himedo

de 0,2032 milimetros., El laminado revestido se secd al

aire y se secd en horno dursnte 1/2 hora a r tujp(gf
322{?# 04
-9 - ‘
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'aproximadamente 9520, las muestras se trataron en varias

; soluciones de 4cido para disolver el almidén y se acumuld

Esubsecuentemente un disefio conductor usando téenicas de

‘galvanizacidn sin electrodos y electroliticas.

‘Ejemplo 2:

Una mezcla que consistfa de (1) 80 por ciento

- de resina de la General Llectric Company 116-4 y (2) 20

por ciento de una sal extrafina 200 Morton (mslla de 200),

: vendida por la Morton Salt Company, Chicago, Illinois, Es

. tados Unidos de América, se revistid sobre un leminado fe

‘ndlico no recubierto de la General Electric 11571A con cu

'chilla dosificadora a un grueso de pelicula en hiimedo de

30,4778 nilimetros., El laminado se secd al aire y se secé

"al horno durante una hora a temperatura de aproximagdamente

' 952C., Las muestras se trataron en soluciones acuosas para

 lixiviar la sal y se depositd subsecuentemente un mate-

rial conductor.

Los circuitos impresos que exhiben adhesidn

‘notablemente mejorada entre el metal y el substrato pueden

producirse de conformidad con las téenicas anteriormente

citadas. Por ejemplo, una capa de mezcla resinosa bal ¥y

como se describe a continuacién puede aplicarse a la su-

perficie de un material adsptado para sexvir como un subg

trabo de circuito impreso, es decir un laminado fendlico

no recublerto. La capa resinosa luego se seca y se trata

para hacerla completamente microporosa. El disefio conduc-

tor deseado luego puede depositarse selectivamente dentro

v sobre la capa microporosa de conformidad con las téeni-

cas aditivas convencionagles., Para mejorar adlicionalmente

- 10 -
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las caracteristicas de adhesidn entre el disefio conductor
y el substrato, la capa resinosa puede llevarse hasta un
estado parcialmente curado y/o la superficie externa de la
misma puede corroerse antes de la separacibén de las parti
culas de la misma. La estructura microporosa debe estar
relativamente seca antes de la deposicidn del material
conductor,

Las ilustraclones de los métodos adicionales

se dan a conocer a continuacidn:

Ejemplo 1.

Una mezcla resinosa que tenfa particulas rels
tivamente insolubles dispersas a través de la misma se
aplica selectivamente a un substrato no conductor, confor
méndose la configurascién formada medisnte la aplicacién
selectiva a la configuracién del disefio conductor deseado,
y siendo las porciones resinosas de la mezcla adhesivamqg.

te compatibles con el substrato. La mezcla se lleva hastsg

un estado précticamente secado y las particulas relativa-
l ’ :

mente insolubles se lixivian de la misma para hacer la
mezcla completamente microporosa. ILa estructura micropopg%
sa luego se seca y se deposita una capa de material con- }
ductor dentro y sobre la estructura microbrosa usendo téc -
nica de galvanizacidén sin electrodos, convencionales, se-i
guido por una capa adicional de un material conductor eleg
troliticamente depositado si se desea.

Los experimentos han demostrado que el proce~
dimiento se facilita cuando se deposita primero una caps |

gin electrodos relativamente delgada para servir como unaf

base para la capa subsecuentemente depositada del material

n- 374704
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electrdlitoco.

Ejemplo 2,

Una capa de mezcla resinosa tal y como se desg

"eribe a continuecidn se aplica a la superficie de mn subs

“trato no conductor que luego se lleva hasta un estado

' précticamente secado y se trata para lixiviar las particu

las contenidas en la misma., Una capa delgada de material

Econductor se deposita subsecuentemente dentro y sobre la

‘ capa. trabada ubtilizendo técnicas de deposicibn sin elec-

: dos, Un diseflo negativo de la configuracidn de cirenito

;deseada se aplica selectivamente a la capa depositada sin

- electrodos, siendo impermeable dicho diseilo a la deposi~

cién de un material conductor. Las porciones sin disefio

de la superficie, es decir, aquellas porciones que se con

formae a la configuracidn del disefio de circuito deseado,

luego se acumulan utilizando téenicas electroliticas. El
disefio se remueve subsecuentemente del tablero y la capa
relativamente delgada expuesta de esta manera se despren-—

de por medio de un grabado de vaporizacidn instantinea.

Bjemplo 3,

Una mezcla resinosa tal y como se describe a

conbinuacidn se aplica selectivamente a un substrato no

conductor, conformindose la configuracidén formada median-
te la aplicacidn selectiva citada a la configuracién del
disefio de circuito deseado. La mezcla luego se seca, Se
cura parcialmente y su superficle externa se corroe y se
trate para lixiviar las particulas contenidas en la mis-

ma. Despuds de secarse, se deposita sin electrodos una ca

oy =) [
&'?\ # ’yn,}'m“[%
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pa delgada de material conductor sobre todas las superfi~-
cies del substrato incluyendo la porcién a la cual se ha
aplicado la mezcla resinosa. Las porciones de substrato
hacia las cuales no se aplicd la mezcla se enmascaran con
5 uns substancia impermeable a la deposicién subsecuente

del material conductor, y se deposita electrdliticamente
una capa de material conductor sobre las porciones no en-
mascaradas para formar el disefio de cirecuito deseado. El
material de enmascarsmiento luego se desprende y las por-

10 ciones de la capa expuesta depositada anteriormente sin
electrodos se remueven de esta manera.

Las pruebas que se llevan a cabo de muestras
producidas de conformidad con la presente invencién han
demostrado que pueden lograrse resistencias al desprendi-

15 miento dentro del orden de 4,995 kilogremos por 2,54 cen~
timetros quedando limitada la resistencia al desprendi-
miento mediante la rotura dentro de la capa adhesiva en
vez de una rotura entre cualquier interfaz, es decir, la
interfaz del adhesivo y el substrato o la interfaz del ad

20 hesivo y el conductor.

La presente solicitud que corresponde a la pre
sentada en los Estados Unidos de América, el 27 de Diciem-
bre de 1.968, bajo el nimero 787.342, sé acoge a los bene-
ficios del articulo 51 del vigente Estatuto sobre Propie-

25 dad Industrial.

REIVINDIGACIONES

26 Los puntos de invencidn propia y nueva que se

14.11.69.
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épresentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten

fte de Invencibn en Espafia, por VEINTE afios, son los si-

Eguientes:

1.~ Un método para mejorar la adhesidén de un

5 fmaterial conductor a un material no conductor que compren

de los pasos de: aplicar una capa de mezcla resinosa al
‘material no conductor, la mezcla consiste de una solucidn
de resina que tiene particulas dispersas en la misma, la
“porcidn zeéinosa de la mezcla es adhesivamente compatible
10 .con el maberial no conductor; hacer llegar la mezc¢la a un
gestado pricticamente secado y remover practicamente las
iparticulas desde la mezcla para hacer microporosa la capa,
- estando la capa microporosa adaptada para recibir un ma-
. terial conductor depositado subsecuentemente.

15 : 2.~ Un método segln la reivindicacibn 1, en
donde la mezcla secada se hace llegar hasta por lo menos
un estado parcislmente curado antes de la remocidn de las
particulas.

| 3.~ Un método segin las reivindicaciones 1,

20 6 2, en donde las porciones expuestas de la capa se co-
rroen antes de la separacidn de las particulas desde la
capa aplicads.,

4.~ Un método segin las reivindicaciones 1,
2 8 3, en donde las particulas son de un tamafio como para
25 dar por resultado cavidades porosas dentro de la capa,
‘las cavidades tienen un didmetro que no exceden de un va-
lor dentro del orden de 0,0508 milf{metros.
5.~ Un método segin cumlesquiera de las rei-
‘vindicaciones que anteceden, en donde las particulas com-

30 prenden sales, almidones o derivados de almiddn.

14.11.69. .
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6.~ Un método seglin cualesquiera de las reivin

dicaciones que anteceden, en donde la solucién de resina

tiene particulas finamente divididas y dispersas en la

misma que son relativamente insolubles en la solucidn de
5 resina,

7.- Un método segln cualesquiera de las rei-
vindicaciones que anteceden, en donde las particulas se
remueven de la mezcla tratando quimicamente la capa cita-
da.

10 8.~ Un método segin la reivindicacién 6, en
donde las partfculas se remueven de la mezcla medisnte 1i
xiviacién,

9.- Un método segin cualesquiera de las reivin
dicaciones que anteceden que comprenden la etapa adicio-

15 nal de depositar selectivemente un material conductor den -
tro y sobre la capa microporosa para formar un disefio de
circuito impreso.

10.- Un método seglin cualesquiera de las rei-
vindicaciones que anteceden, en donde la mezcla resinosa

20 se aplica selectivamente hacia las porciones del substra-
to de conformidad con un diseflo conductor deseado, ¥ se
deposita sin electrodos una capa de material conductor
dentro y sobre la mezcla resinosa a fin'de formar el dise :
fio conductor.

25 11.~ Un método segin cualesquiera de las rei-
vindicaciones que anteceden, que incluyen las etapas de 2
depositar sin electrodos una capa relativamente delgada
de material conductor dentro y sobre la capa microporosa
vy depositar electrbéliticamente una capa de material con-

30 ductor sobre la capa depositada sin electrodos. |

.11.69. B
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12.- Un método segin la reivindicacidn 10,
que incluye las etapas de enmascarar las porciones del
gsubstrato que no contienen la mezcla con una substancia
impermeable a la deposicidn del material conductor; depo-

sitar sin electrodos una capa relativamente delgada de un

‘material conductor dentro ¥y sobre la estructura microporo
sa y depositar electrdliticamente una capa del material
‘conductor solamente sobre la capa depositada sin electro-
dos.

13.~ Un método seglin cualesquiera de las rei-‘
vindicaciones 1 a 9, que incluye los pasos de depositar
sin electrodos una capa relativemente delgada de un magte- |

rial conductor dentro y sobre la capa microporosa, apli-

car selectivamente un disefio de un material no conductor
Esobre la capa relativamente delgada, depositar electrdli-~
gticamente wa capa relabivamente gruesa del material con- :
%ductor gobre las porciones de la capa microporosa que no

‘estén cubiertas mediante el disefio, remover el disefio de

material no conductor y remover las porciones de la capa

|
lpelativamente delgada cubierta anteriormente por el dise-~

s :
fio del material no conductor.
t

44.~ Un método segln cualesquiera de las rei-
%vindicaciones 1 a 1%, en donde las particulas tienen un
idiémetro dentro del orden de 0,0025 a 0,0508 milimetros.
15.~ UN METODO PARA MEJORAR LA ADHESION DE UN
hATERIAL CONDUCTOR A UN MATERIAL NO CONDUCTOR.

i Tal y como se ha descrito en la Memoria que
%nﬁecede, representado en los dibujos que se acompaian y

para los fines que se hen especificado,



G.D.S.
4.12.,69,

i

Esta lMemoria consta de diecisiete hojas escri.

tas a miquina por una sola cara.

Madrid, 2 0 DIC. 1969
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